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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité
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La Norme internationale CEI 60749-30 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semi-conducteurs.

Cette premiére édition annule et remplace la CEI/PAS 62182 publié en 2000 et constitue une
révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount d
prior to reliability testing
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Internafional Standard IEC 60749-30 has been prepared by IEC technical

be the subject of

commitlee 47:

Semiconductor devices.

This first edition cancels and replaces IEC/PAS 62182 published in 2000 and constitutes a

technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comporte les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a
semiconducteurs — Méthodes d’essai mécaniques et climatiques:

Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:

Généralités

Basse pression atmosphérique

Examen visuel externe

Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)
Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

Partie EIS:
Partie T:
Partie §:
Partie I
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

Partie 20:

Partie 21:
Partie 22:
Partie 23:
Partie 24

Partie 25:
Partie 26:

IR S A el =

Stockage a haute température
Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des<@utte z'résidpels

Etanchéité

Permanence du marquage

Chocs mécaniques

Variations rapides de température — Méth
Vibrations, fréquences variables
Atmosphére saline
Robustesse des sortie
sants

bt de la

ible en

i-de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modele du corps
humain (HBM)

Partie 27:

Partie 28:

Partie 29:
Partie 30:

Partie 31:

1A publier

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
machine (MM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
dispositif chargé (CDM)!

Essai de verrouillage

Préconditionnement des composants pour montage en surface non
hermétiques avant les essais de fiabilité!

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
interne d'inflammation)
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods:

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:

General

Low air pressure

External visual inspection

Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
Steady-state temperature humidity bias life test

Part 6:
Part 7:
Part 8:
Part 9:

Part 10Q:
Part 11
Part 12:
Part 13:
Part 14:
Part 15:
Part 14:
Part 17
Part 18:
Part 19:
Part 20

Part 21
Part 22:
Part 23:
Part 24:
Part 25:
Part 24:
Part 27

Part 28

Storage at high temperature
Internal moisture content measurement and the analysis oKotherresidual g
Sealing

Permanence of marking

Mechanical shock

Rapid change of temperature — Two-fluid-bath

Vibration, variable frequency
Salt atmosphere

Robustness of terminations
Resistance to soldering temgera ¢ mounted devices

Resi c
sold

Solderagh

ases

d SMDs to the combined effect of moistiire and

~

Part 29:
Part 30:
Part 31:
Part 32:

Latch-up test

DM)?

Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing’

Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

1 To be published
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Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement)

Partie 34: Cycles en puissance (disponible en anglais seulement)

Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques encapsulés non

hermétiques 2

Partie 36: Accélération constante.

2 En préparation
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Part 33: Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Part 34: Power cycling

Part 35: Acoustic microscopy for non-hermetic, encapsulated electronic components?2
Part 36: Acceleration, steady state.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* witdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*« ame¢nded.

@%
o

2 |n preparation
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. DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité

1 Domaine d'application

La pré
précon
avant |

Cette

type.

I convjent que les CMS soient soumis a la séq

décrite
(survei

NOTE

sensibilif¢ d’humidité (NSH)) conformément a

sente partie de la CEl 60749 établit une procédure normalisée (e dé
ditionnement pour les composants pour montage en surface
bs essais de fiabilite.

dans ce document avant d’étre soumis a it& sur place spé
lance de qualification et/ou fiabilité) poux é ilité_a long terme (qui

rmimaftion du

L,tiques

éthode d’essai définit une refusion de préconditionnemgnt po t solide
non hermétiques représentative d’'une opération de refusion de

strielle

ropriée
cifiques
bourrait

eaux de
belles de

pbitier sur
hsse pas

brésent
rences
entuels

refusion [utilisées dépendent de la mesure de ntigue tgnt par le fabricant de semiconducteurs que
par I'assembleur de cartes. De ¢ ivegau supérieur de la température de b

le CMS lle plus chaud sensible 4 I soit surveillé pour garantir qu’il ne dép

la tempéfature a laquelle les commposants

2 Références :or

Les ddcuments Shen uivants sont indispensables pour l'application du
document. Pour |g% S asy seule I'édition citée s'applique. Pour les réfg

non da document de référence s'applique (y compris les év
amendements

CEIl 6074 itifs axsemiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climat]

Partie 4: I SR ment accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

CEl 60
Partie

V4945, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climat
b Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

jques —

jques —

CEI 60749-11, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 11: Variations rapides de température — Méthode des deux bains

CEI 60749-20:2002, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et
climatiques — Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité
et de la chaleur de soudage

CEI 60749-24, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 24: Résistance a I'humidité accélérée — HAST sans polarisation (disponible en anglais
seulement)

CEI 60749-25:2003, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et
climatiques — Partie 25: Cycles de température


https://iecnorm.com/api/?name=eca140c2a04672d4e8a036cfc378964d

60749-30 & IEC:2005 -1 -

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices

prior to reliability testing

1 Scope

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for determinin econdhioning
of non-hermetic surface mount devices (SMDs) prior to reliability testi

The tgst method defines the preconditioning flow for non-h i i SMDs
represgntative of a typical industry multiple solder reflow operat

These [SMDs should be subjected to the appropriate presqnditio ing ibed in
this standard prior to being submitted to specific ip i ing (qualification
and/or [reliability monitoring) in order to evaluate lopig t iabili pacted by sqgldering
stress)

NOTE Correlation of moisture-induced streg§ % conditiops ‘mis re sensitivity levels (MSL)) in
accordarjce with |IEC 60749-20 and this spesjfication nd actual \reflow” copditions used are dependént upon
identical

temperature measurement by both the semicopductor imafiufacturer and the board assembler. Therefore,

it is recqmmended that the temperature at the te package on the hottest moisture sensitive SMD during
assembl ure at which the components are evgluated.
2 Ndgrmative references

The following referenged\go indispensable for the application of this dogument.
For da iti S oplies. For undated references, the latest|edition

of the 1

IEC 60
heat, s

IEC 60

Steady}

IEC 60
Rapid

hange of

ed referentCes,
eferencedh\do

endments) applies.

Mechanical and climatic test methods — Part 4} Damp

tor™devices — Mechanical and climatic test methods — Part 5:
humidity bias life test

iconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Rart 11:
temperature — Two-fluid-bath method

IEC 60749-20:2002, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods -
Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effects of moisture and
soldering heat

IEC 60749-24, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 24:
Accelerated moisture resistance — Unbiased HAST

IEC 60749-25:2003, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods -
Part 25: Temperature cycling
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CEI 60749-33, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 33: Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement).

3 Description générale

Des craquelures dans le boitier et des défaillances électriques des CMS a boitier plastique
peuvent apparaitre lorsque la chaleur de soudage augmente la pression de vapeur de
I’humidité absorbée dans les CMS lors du stockage. Dans cette méthode d’essai, de tels
problémes sont considérés et les CMS sont évalués pour la résistance a la chaleur apres
avoir été plongés dans un milieu simulant ’'humidité absorbée lors du stockage en magasin
ou dans un emballage avec dessicant.

4 Appareillage d’essai et matériaux
Cette méthode d’essai nécessite au minimum un accées aux éq

4.1 Chambre d’humidité

La ou Ies chambres capables de fonctionner a 85 C/60 %

HR, 8% °C/30 % HR, 30 °C/70 % HR et 30° de la

chambie, la tolérance de température~doit éir Btre de

+3 % HR.

4.2 quipement de refusion de so

L’équipement de refusion deé

a) Systéme de fusionppar s i : % capable de maintenir les profils de refusion
exigés par cette ification) pement est préférentiel pour la refudion de

soudure. Q/
b) La [chambre

et/qu (235 % 5),°

les |boftiers S

min

ase vapeur) capable de fonctionner de 215{219 °C
appropriés. La chambre doit étre capable de ghauffer
erture de vapeur et de re-condenser la vapetlr pour

phase vapeu it s¥ iSer a la température appropriée spécifiée ci-dessus.

c) Eqyig soudure par convection/infrarouge (IR) capable de maintenir
les ibn exigés par cette spécification. Il est recommandé dque cet
équipement utilise I'™R pour chauffer I'air et n’affecte pas directement les composants en
esspi

d) L’étl}uipement de soudure a la vague doit étre capable de maintenir les conditions qu point
d)3)-de’l'Article 5 de |a CEl 60749-20

NOTE Les résultats d'essai (de classification) de conditions de sensibilité a I’humidité dépendent de la
température du corps du boitier plutét que de la température de carte ou de sortie. La convection et la fusion par
phase vapeur (VPR) sont reconnues pour étre plus contrélables et plus reproductibles que I'IR. Lorsque l'on
rencontre des problémes de corrélation entre la VPR, la convection/IR, et la convection, il convient que les
résultats de convection soient pris en considération en tant que norme.

4.3 Microscope optique

Microscope optique (40X pour I’examen visuel externe).

4.4 Equipement d’essai électrique

L’équipement d’essai électrique capable de réaliser des essais fonctionnels et a courant
continu a température ambiante.


https://iecnorm.com/api/?name=eca140c2a04672d4e8a036cfc378964d

60749-30 & IEC:2005 -13 -

IEC 60749-33, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 33:
Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave.

3 General description

Package cracking and electrical failure in plastic encapsulated SMDs can result when
soldering heat raises the vapour pressure of moisture which has been absorbed into SMDs
during storage. In this test method, such problems are assessed and SMDs are evaluated for
heat resistance after being soaked in an environment which simulates moisture being
absorbed while under storage in a warehouse or dry pack.

4 TeIst apparatus and materials

This tept method requires, as a minimum, access to the following equi

4.1 Moisture chamber

Moistufe chamber(s) capable of operating at 85 °C/85 gt ioi C/60 %
RH, 85°C/30 % RH, 30 °C/70 % RH and 30 °C/60 ithiq. tf g area,
temperpture tolerance shall be £2 °C and the RH tol¢

4.2

Solder

a) 100 % convection reflo g the reflow profiles required| by this
spegification. This is tb older reflow.

b) VP s capable of operating from 215-219 °C|and/or
(23p = 5) PO i he—€hamber shall be capable of heating the
packages withowt cb powyr blanket and re-condensing the vapour to minimize
losg of the vapou iquid. The vapour phase soldering fluid shall vhporize

Ow equipment capable of maintaining the reflow profiles
recommended that this equipment use the IR to Heat the
pon the components under test.

ar eglipment capable of maintaining the conditions of item d)3) of Clause 5 of

he maisture_sensitivity condition (classification) test results are dependent upon the packdge body

wPoard or lead temperature. Convection and VPR are known to be more controlllable and

repeatable<than IR. When there are correlation problems between VPR, IR/convection, and convection, the
convection results should be considered as the standard

4.3 Optical microscope

Optical microscope (40X for external visual examination).

4.4 Electrical test equipment

Electrical test equipment capable of performing room temperature d.c. test and functional
tests.
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4.5 Four (d’étuvage) de séchage

Four destiné a sécher (cuisson) capable de fonctionner a 125 +g °C.

4.6 Chambre pour cycle de température (facultatif)
Chambre pour cycle de température capable de fonctionner au minimum sur la plage de

-40 -30 °C a +60 +100°C conformément a la CEI 60749-25. Les autres conditions d’essai

acceptables et tolérances de température acceptables figurent dans le Tableau 1 de la
CEI 60749-25. Cet équipement est exigé uniquement si 5.3, I'option d’expédition, est utilisée.

5 Procédure

5.1 énéralités

aux de
ropriée
nement
luation

. orption
d‘ehvironnement non protggé des

Il est recommandé qu’une évaluation préalable soit effectuée
sensibilité a I'humidité (NHS) définis dans la CEI 60749-20, en
et les fispositifs similaires, pour déterminer quelle est I3
appropfiée, c’'est-a-dire susceptible de passer avec succe
d’humiﬂité pertinentes peuvent étre consultées.
d’humiglité de 5.5 doit étre cohérente avec les informatipns
Tablealx 4a et 4b.

5.2 Mesures initiales
5.2.1 Essai électrique
Reéalisq nel pour vérifier que les digpositifs

répondent a la spécificatign te i ératpre ambiante. Remplacer tous digpositifs
qui ne féussissent pas.a satisfa BXi

5.2.2 Exame@u
Réalisdr un exam

grossissement optique 40x pour s’assurer q’aucun

disposi d’autres dommages n’est utilisé dans cette méthode
d’essail Si ' ecaniques, une action de correction doit étre mise en
ceuvre abrication et un nouvel échantillon doit étre prélevé du |produit
qui a été i

53 (

Réalisq de température de —40 °C (ou inférieure) a +60 °C (ou supérieurg) pour
simulen I€s ‘conditions d’expédition. Cette étape est facultative sauf si elle est requisg par la
spécifi¢ation applicable

5.4 Séchage (étuvage)

Etuver les dispositifs pendant au moins 24 h minimum a (125 %+ 5) °C. Cette étape est
destinée a supprimer toute humidité du boitier de sorte qu’il devienne "sec".

NOTE 1 Ce temps peut étre modifié si les données de désorption sur le dispositif particulier préconditionné
montrent qu’un temps plus ou moins long est nécessaire pour obtenir un boftier "sec".

NOTE 2 Si la séquence de préconditionnement est réalisée par le fabricant de semiconducteurs, les étapes 5.2.1,
5.2.2, et 5.4 sont facultatives étant donné qu’elles sont aux risques du fournisseur. Si la séquence de
préconditionnement est réalisée par I'utilisateur, I'étape 5.8 est facultative.
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4.5 Drying (bake) oven

Oven for drying (bake) capable of operating at 125 85 °C.

4.6 Temperature cycle chamber (optional)

A temperature cycle chamber capable of operating as a minimum over a range of —40_1% °C to

+10

+60 O°C in accordance with IEC 60749-25. Acceptable alternative test conditions and

temperature tolerances are found in Table 1 of IEC 60749-25. This equipment is only required
if 5.3, the shippability opfion, is used.

5 Procedure

5.1 General

It is re¢commended that a prior evaluation should be run &ccord] nsitivity
levels (MSL) detailed in IEC 60749-20, using the apprepri 8 G i ces, to
determjne which preconditioning sequence is suitable, i.e\Jike oisture
evaluafion data may be consulted. However, the soak sg & in 5:8 rleeds to be consistent

with the floor life information in Tables 4a and 4

5.2 Initial measurements

5.21 Electrical test

Perform an electrical d.c A tio%st to, verify that the devices meet the room
temperpture data sheet spe eptace any\devices that fail to meet this requirement.

5.2.2 Visuali<§e i

Perform an externdl i that no

deviceq hanical

rejects 5 and a
mulate

Bake the devices for at least 24 h minimum at (125 = 5) °C. This step is intended to remove
moisture from the package so that it will be "dry".

NOTE 1 This time may be modified if desorption data on the particular device being preconditioned shows that
more or less time is required to obtain a "dry" package.

NOTE 2 If the preconditioning sequence is being performed by the semiconductor manufacturer, steps 5.2.1,
5.2.2 and 5.4 are optional since they are at the supplier's own risk. If the preconditioning sequence is being
performed by the user, step 5.8 is optional.


https://iecnorm.com/api/?name=eca140c2a04672d4e8a036cfc378964d

- 16 - 60749-30 © CEI:2005

5.5 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage avec dessicant

Les conditions d’absorption d’humidité suivantes doivent s’appliquer aux niveaux présentés
dans le Tableau 1, le Tableau 2, le Tableau 4a et le Tableau 4b. Il convient de lancer
Iabsorption d’humidité dans les 2 h suivant I’étuvage.

5.5.1 Méthode A pour CMS sous emballage avec dessicant conformément a la
CEI 60749-20

Cela doit étre effectué conformément au point c)1)i) de I'Article 5, Méthode A, de la
CEIl 60749-20 (voir le Tableau 1).

TLbIeau 1 — Conditions d’absorption d’humidité pour les CMS s@gus emballage
avec dessicant (méthode A)

. Conditions ,
Condition d’absorption d’humidité ! eg‘ba'.'a e av
essjca
I’arpioires
Premiere phase (85 +2)°C, (30 £5) % HR,
de corlditionnement A1 24 0°C,3
168 Z; h m

de corlditionnement A2 168 &4 h 168 h

Deuxiéme phase (30 £2) °C, (70 £ 5) % HR }\/ G <30 °C, 70 % HR

NOTH 1 W‘IS de stockage dans I'embpllage
avec i ’ i S , ainsj ’ tion\de I’humidité relative dans I’emballage avec
dessi 3 i S S distributeur et dans l'installation de contrdle de
I'utilig 3 i les CMS soient emballés dans un gachet
étanche a | humidité avec de € i é s dessicants dans les quelques semaings qui
suivent le séchage. lls peuve t al & S8 tures temporaires multiples du sachet étanche
a I’humldlte (pendant pI S Le ré/emballage et le contréle des CMS sont posfsibles
tant q il sicant indique moins de 30 % HR, étant donné que

les CMS récupérept|’éta X : a s¢e dans les quelques jours qui suivent le ré-embgllage.
Dans|ce cas, I3 wWmidié MS (voir Article B.2 de la CEI 60749-20) n’egt pas
nécegsaire en tant gde umjdité ds Iemballage avec dessicant. Une vérification de I'indi¢ateur
d’hunlidité est suffisapte pe € i

NOTH
saturgti

bnditionnement pour absorption d’humidité n’aboutit pas p une
endu a 336 h car les CMS dans un emballage avec dessicant du une

armoi par I’humidité accumulée au cours d’un stockage de longue durge. Le
tempsg éduit lorsque la saturation est atteinte lors de la premiére phage de
condifi

5.5.2 Méthode our CMS sous emballage avec dessicant conformément
alla CEl 60749-20

Cela doit étre effectué conformément au point c)1)ii) de I'Article 5, Méthode B, de la
CEI 60749-20 (voir le Tableau 2).

a) Soumettre les dispositifs de condition B1 (niveau NSH 2) a 168 h de 85 °C/60 % HR.
b) Soumettre les dispositifs de condition B2-B6 a "Z" h (voir le Tableau 2) de 30 °C/60 % HR.
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5.5 Soak conditions for dry-packed SMDs

The following soak conditions shall apply to the levels shown in Table 1, Table 2, Table 4a
and Table 4b. The soak should be initiated within 2 h of bake.

5.5.1 Method A for dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20

This test shall be carried out in accordance with item c)1)i) of Clause 5, Method A, of
IEC 60749-20 (see Table 1).

Table 1 — Moisture soak conditions for dry-packed SMDs (method A)

Permissible storage
¢ondition Moisture soak conditions in the dry ition|of
f conditions pack and the dry flook life
cabinet /\
First-stage (85+2)°C, (30 +£5) % RH, \
itior|i A1 <30 °C, 30 ¢ 1 —
conditiorfing 168 E?) h %
N
Second-$tage (30 £ 2) °C, (70 +5) % RH,
conditior]ing A2 - 307°C, 70 % RH, 168 h
168 % h /\

NOTE 1| The first stage of conditioning represents storage itiops/in the pack/and the dry cabinet, as well
as incregsing relative humidity in the dry pack, by repack ng th istributor's facility and the user's
inspectign facility. When condition A1 is appfied A into a moisture-proof pag with
packing materials and desiccants within a fe eeks ofNdrying\ They\may e subjected to multiple t¢gmporary
openingg of the moisture-proof bag (for severaNhours ime){ Repack and inspection of SMDs are|possible
while thé humidity indicator in the dry pack ind#s S , since SMDs will recover the initial
conditior] of absorbed moisture within a few days of repackipggN\In this case, the moisture content measurgement of
SMDs (dee Clause B.2 of IEC 60749-20) is npt nas a m gre control of the dry pack. A cheg¢k of the

moisture]indicator is sufficient fo

NOTE 2| When moisture soak sonditioniny”does not result in saturation, the soal time is

extended to 336 h, becaus i cabinet will become saturated with moisture durjng long-
term stofage. When m0|stu es onditioning reaches saturation, the soak time is sh¢rtened.

5.5.2 Method%> ‘packed in accordance with IEC 60749-20

This shiall be carri with item c)1)ii) of Clause 5, Method B, of IEC 6(0749-20
(see T4

a) Sulbje SLYevel 2) devices to 168 h of 85 °C/60 % RH.

b) Subjectconditions B2-B6 devices to "Z" h (see Table 2) of 30 °C/60 % RH.
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Tableau 2 — Temps d’absorption d’humidité exigés en heures pour la méthode B,
conditions B2 — B6 (niveau NSH 3-6)

Condition méthode B V4 X Y
(niveau NSH) Absorption totale Conditions globales depuis Environnement non
d’humidité I'étuvage jusqu'a I’emballage protégé

avec dessicant et son
ouverture temporaire

h h h

B2 (3) 192 24 168
B3 (4) 96 24 72
B4 (5) 72 24 48

5 (5a) 48 24 /\ 2

B6 (6) 6 ou la valeur indiquée 0 6 la valeur Indiquée
sur I'étiquette /\ smue

NOTE 1 [ X est le temps d’exposition du fabricant entre I'étuvage et I'emballag lug/le temps
maximal fautorisé en dehors du sachet chez le distributeur (heures). Les valgur : i-desslis|sont des
valeurs gar défaut. Si le temps réel du fabricant de semiconducteurs entre\I’étuv hej’plus|le temps
autorisé hors du sachet chez le distributeur est supérieur a la valeur d sfant, ikconWent\que & tempg réel soit
utilisé. Sila valeur X réelle est inférieure a 24 h, le temps réel peut étre

NOTE 2 |Y est I’environnement non protégé (heures) du boitier aprés retrai allage avec dessicant.
NOTE 3 | Z est le temps total d’absorption d’humidité exigé en heureg.

NOTE 4 | Les valeurs de Z et de Y pour la condition B6(6)

5.6 Iléthode C pour conditions d’ i idité pour CMS sous emballage
ans dessicant conformément\a |

Pour Ig niveau unique mo a ispositifs de condition C (niveau 1) doivent
étre soumis a 168 h de J i de lancer 'absorption d’humidité dans les
2 h suiyant I'’étuvage.

allage sans dessicant

1. Températu Humidité relative Durée Limite autorisée plour le
Condition o o .
C %o h stockage réell

C 85\;2 855 168 + 24 Environnement non protégé
\ illimité <30 °C, 85 Ps HR
W

5.7 Refusion de soudure

Dans un intervalle de temps compris entre 15 min et 4 h aprés retrait de la chambre de
simulation de températures/d’humidité, soumettre les dispositifs a trois cycles de conditions
appropriées de refusion conformément a la CEI 60749-20. Toutes les températures se
référent a la surface supérieure du boitier.

On doit laisser les dispositifs refroidir dans des conditions de température ambiante pendant
5 min minimum entre les cycles de refusion.
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Table 2 — Required soak times in hours for method B, conditions B2 — B6
(MSL levels 3 - 6)
z X Y
Method B Total moisture Total conditions from baking to dry .
condition soak packing and temporary opening of the dry Floor life
(MSL level) pack
h h h
B2 (3) 192 24 168
B3 (4) 96 24 72
B4 (5) 72 24 48
BY (5a) 48 24 24
Bp (6) 6 or the value shown 0 shown
on the label
NOTE 1| X is manufacturer's exposure time between bake and dry pack plus the put of the
bag at the distributors (in hours). The X values shown above are defaul br manu-
facturer's actual time between bake and bag plus the allowed time out of the bag ater than
the defafilt value, the actual time should be used. If the actual X valug P may be
used.
NOTE 2| Y is the floor life (in hours) of the package after openin e dr
NOTE 3| Z is the total required soak time in hours.
NOTE 4 | The values of Z and Y for condition 86/@) are alteﬁz}Q g /\
\ M
5.6 ethod C for soak conditions foxno -packe s in accordance with
IEC 60749-20
For thelone level shown i (LeweM) devices shall be subjected tp 168 h
of 85 °C/85 % RH. The soak s 2 h of bake.
Table 3(- itions for non-dry-packed SMDs
1. M tuxe Duration time Permissible limit on actual
Condition 4
C h storage
168 + 24 Unlimited floor life, £30 °C,
85 % RH
n and not longer than 4 h after removal from the temperature/hjumidity
ons in

The devices shall be allowed to cool at room ambient conditions for 5 min minimum between

reflow cycles.
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5.8 Simulation d’application de flux (facultatif)
5.8.1 Application de flux

Aprés avoir terminé les cycles de brasage par fusion, laisser refroidir les dispositifs a
température ambiante pendant au moins 15 min. Appliquer un flux soluble dans I'’eau activée
aux connexions du dispositif par immersion en masse des parties entiéeres dans le flux a
température ambiante pendant 10 s minimum. L’application de flux est optionnelle sauf si
requise par la spécification applicable.

5.8.2 Nettoyage aprés application du flux
Nettoyer—+tes—dispositifs—s grie moyer—de—mttiptes—rincages—a—egu—détoniséeqagitée.

ient de
ts.

sécher
5.9 Mesures finales

5.9.1 Essais électriques

Soume nformé-
ment a

5.9.2 Inspection visuelle

Effectulfr une inspection visuelle a g ] ' assurer
gu’auclin dispositif ne présente de félu ~

Toutes|défaillances valables rencontrées 3 _ce pai hdition-
nemen bé onvient
d’effec ype de
essiter
niveau

de soumettre de nouyes S i équence de préconditionnement du
correct|avant les i iabité y enta 5.10.

NOTE P e\sami M s, cette phase est facultative et peut étre omise étant donné qp’elle est

Il convie di i CMS soient soumis a la séquence de préconditionhement
appropfie S Jocument avant d’étre soumis aux essais de fiabilité tels que I’'essai continu
fortemgnt accélexede~cgoritrainte de chaleur humide (HAST) (CEI 60749-4), I'essai [continu
de durge de viesous\température et humidité avec polarisation (CEI 60749-5), les vafiations
e — méthode des deux bains (CEl 60749-11), la résistance a I’humidité
polarisation (CEIl 60749-24), les cycles de températures (CEI[{60749-

ditéa autoclave sans-potarisation{CEHSE B).

Les détails suivants doivent étre spécifiés dans le document d'approvisionnement applicable.

a) Type de (méthode) conditions de préconditionnement utilisées.

b) Conditions de cycle de température et nombre de cycles pour expédition si nécessaire
(voir 5.3).

c) Nombre de cycles de refusion s’il est différent de trois (voir 5.7).

d) Flux type si nécessaire (voir 5.8).

e) Procédures de fiabilité avec conditions d’essai (voir 5.10).

f) Description des essais électriques, y compris la ou les températures d’essai (voir 5.9).
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5.8 Flux application simulation (optional)

5.8.1 Flux application

After the reflow solder cycles are completed, allow the devices to cool at room ambient for
15 min minimum. Apply an activated water-soluble flux to the device leads by bulk immersion
of the entire parts in flux at room ambient for 10 s minimum. Flux application is optional

unless required by the relevant specification.

5.8.2 Cleaning after flux application

Clean devices using multiple agitated deionized water rinses. No waiting time is required

betweegn flux application and cleaning. Devices should be dried at room
prior to] the next step.

5.9 Final measurements
5.9.1 Electrical test

Submit|the devices to an electrical d.c. testing and functio
room tgmperature data sheet specification.

5.9.2 Visual inspection

Perforn
devices

device
and, if pppropriate, this d
sensitiyi i
sequerice prior to reliapih

NOTE For the semi du
at the supplier's own\isk/
510 |

SMD ¢
standa

(IEC 6(

nt templerature

sordance with the

that no

hat the
ducted,
oisture
itioning

gince it is

of this

highly
fe test
49-11),
cycling

-33).

6 Summary

The following details shall be specified in the applicable procurement document.

a) Type of preconditioning conditions (method) used.

b) Temperature cycle conditions and number of cycles for shippability, if required (see 5.3).

c) Number of reflow cycles if other than three (see 5.7).

d) Type of flux if required (see 5.8).

e) Reliability procedures with test conditions (see 5.10).

f) Electrical test description, including test temperature(s) (see 5.9).
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Tableau 4 — Flux de séquence de préconditionnement

Tableau 4a — Flux de séquence de préconditionnement pour la méthode A (conditions
A1/A2) conformément a la CEIl 60749-20 (composants sous emballage avec dessicant)

Niveau de sensibilité a I'humidité Condition A1/A2
Exigences d’emballage avec dessicant Oui
Conditions et temps maximum d’environnement 30°C /70 % HR/
non protégé 168 h
Séquence de préconditionnement R
(paragraphe 5.2.1) courant continu
électrique/fonctionnel 25 °C /\ (\

(Paragraphe 5.2.2) 40X Visuel

(Paragraphe 5.3) expédition O

Cycles de température: 5

(Paragraphe 5.4) Etuvage 125 °C pendant 24 h Q \ \\Q B
A

(Paragraphe 5.5.1) Absorption d'humidité

168 h/ 85 °C /30 % HR

168 h 30 °C /70 % HR (\ \ R
), R

(Paragraphe 5.7) Brasage par refusio

220 °C ou 235 °C, 3 cycles

(Paragraphe 5.8.1) Immersion de (0]
pendant au moins 10 s

(Paragraphe 5.8. Z)/Rchr Qans\dé\eak\de\bplsee (0]
(Paragraphe 5 8.2 a temwe amblaRNE/

(0]
(5.9) Fonctlo neiél igue a\conant wlnts R
flnaux 2
V|suel

(5.10) %s//{be\ ilité R

= exi si le\tex |nd|que une phase facultative
= fac Itat
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